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a method dispenses with the need for a very complex brushing 
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(57) Zusainmenfassung: Es wird ein vereinfachtes, kosten- 
gunstiges Verfahren zur Her- stellung von Leiterplatten und/oder 
entsprechenden Konstruk- ten vorgeschlagen, welche Stellen 
aufweisen, an denen Durch- kontaktierungen realisiert sind. 
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Biirstvorgang und verwendet ausschliesslich kostengunstige 
Lackvarianten. Trotzdem wird zusatzlich erreicht, dass weitere 
Leiterbahnen oder entspre- chende Schichten nicht nur bis zu 
den Durchkontaktierungen sondem ohne weiteres sogar direkt 
dariiber hinweg gefiihrt werden konnen. 
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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und./ocler entspre- 
cliencien Konstr-akten 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfaliren zur Herstellung von Lei- 
terplatten und/oder entsprechenden Konstrukten gemaft dem O- 
berbegriff des Anspruchs 1. 

10 Bei dex- Herstellung von Leiterplatten und/oder ent sprechenden 
Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen reali- 
siert sind, existiert das Problem, dass eine auf das Leiter- 
bahnenbild auf gebrachte Isolierlack-Scliiclit insbesonde^re an 
den Offnungskanten der Durchgangsbohrungen der Durclxkontak— 

15 tierungen keine sicbere Isolierung gewabrleistet * 

Der Grund hierJfiir 1st zum einen, dass der Isolierlack in die 
Durchgangsbobrungen lauft und sicb an den Of f nungskanten der 
Durcbgangsbobrungen quasi abstreift. Hierdurcb wird die Dicke 

20 der Isolierlack-Scbicbt an den betreffenden Kanten zumindest 
sebr diinn. Zum anderen ist die Isolierlack-Schicbt nicbt zu 
100% porendicht, so dass es kleine und kleinste Locber gibt, 
die den elektriscben Widerstand in bezug auf die darunter an— 
geordnete elektriscb leitende Schicbt, die in diesem Fall die 

25 elektriscbe Durcbkontaktierung bildet, kleiner als Unendlich 
wer den lass en . 

Dies wirkt sicb zum Beispiel dann nacbteilig aus, wenn ober- 
balb der Durcbkontaktierung eine weitere elektriscb leitende 

30 Scbicbt, sei es in Form zum Beispiel einer weiteren Leiter— 
babn Oder in Form zum Beispiel einer groBeren Flacbe, ange- 
ordnet wird. Der Vorteil, der hier erzielt wird, ist, dass 
die Oberflacbe der Leiterplatte Oder eines entsprecbenden 
Konstrukts wesentlicb intensiver genutzt wird. Es werden nam- 

35 licb auch diejenigen Bereicbe verwendet, die ansonsten frei 
gelassen werden, urn Kurzscbltisse zu den Durcbkontaktierungen 
sicher zu verbindern. 
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Bel den Kurzsclrilussen muss es sich dabei niclit zwangslaufig 
jeweils um extrem niederohmige Kurzschl-Qsse liandeln, Kurz- 
schlusse Bind audi dann vorhanden, wenn der Isolationswider- 
5 stand kleiner Unendllch wird, so dass die Moglichkeit be- 
steht, dass Krieclistrome flie£)en. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einf aches und 
kostengunstiges Verfaliren zur Herstellung von Leiterplatten 
10 und/oder ent sprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen 

Duxchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren Nalie 
weiter Leiterbahnen Oder Ahnliclies vorgesehen sind, an- 
zugeiDen . 

15 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaii durcli ein Verfaliren ge- 
15st, das die im Ansprucli 1 angegebenen Verf ahrensschritte 
auf weist . 

Dieses Verfabren bat den Vorteil, dass es einfacb in der Ab- 
20 wicklung ist und dass trotzdem sichergestelit ist, dass keine 
Kurzschlusse zwiscben den Durchkontaktierungen und den zumin- 
dest in der Nabe der Durcbkontaktierungen angeordneten Lei- 
terbabnen Oder dementsprecbend Abnlicben fabriziert sind. 

25 Das Verfabren 1st einfacb in der Abwicklung und es 1st kos- 
tengunstig, well insbesondere ein sebr aufwendlger Burst- 
Verfabrensscbritt, in dam die Oberflacbe der Leiterplatte o- 
der eines ent sprecbenden Konstrukts gebtirstet wird, einge- 
spart wird. Das Verfahren ist aucb deshalb einfacb und kos- 

30 tengunstig, well durcbwegs Standardmittei verwendbar sind und 
es somit nicbt notwendig ist, Spezialmittel zumindest bei 
manchen Verf abrensscbrit ten zu verwenden. Das Verfabren ge~ 
wabrleistet die Kurzschlusssicberbelt insbesondere auch ober- 
balb der Durcbkontaktierungen, well oberbalb der Durchkontak- 

35 tierungen praktiscb drei Jsolierscbicbten aufgebracbt sind. 

Erstens ist damit eine insgesamt relativ dicke Gesamtisolier- 
scbicbt realisiert und ist zweitens die Wabrscbeinlicbkeit, 
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dass bei dre± I sellers chichten dreimal eine offene Pore der 
jewelligen Isolier schicht jeweils genau aufelnander trifft, 
praktisch ausgescniossen . 

5 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindiang slnd Gegenstand 
von Unteranspruclien . 

Danach konnen identische Standardinittel in melireren Verfaii- 
rensschritten eingesetzt werden, in denen vormals wenigstens 
10 zum Tell Spezialmlttel erf orderllch waren . 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Standartmittel kostengiins- 
tige Mittel sein konnen. 

15 Ein weiterer vorteil ist, dass die oberlialto der Durchkontak- 
tierungen angeordneten Leiterbahnen oder dergleichen mit kos- 
tengunstigem Karbon realisiert sein konnen. 

Sc]ilie£>lic]n ist es vorteillnaf t , dass die Vereinzelung der 
2 0 ieiterplatten oder der entsprechenden Konstrukten nach wie 

vor durch einfaclies FrSsen aus einem groJ2»eren Gebilde lieraus 
erfolgen kann * 

Naclifolgend wird ein Ausfubrungsbei spiel der Erfindung anband 
25 einer Zeicbnung naber erlautert * 

In der einzigen Figur sind auf der linken Seite die Ablaufe 
eines bisberigen Verfabrens und auf der recbten Seite die Ab~ 
laufe des erf xndungsgemaBen Veirfabrens zur Herstellung von 
30 Leiterplatten und/oder entsprecbenden Konstrukten mit stel~ 

len, an denen Durcbkontaktierungen im Gro^enbereicb von 20 ]jim 
realisiert sind, in deren Nabe bzw. oberbalb derer weitere 
Leiterbahnen oder Entsprecbendes angeordnet sind, einander 
gegeniibergestellt - 

35 

Das bisberige Verfahren weist am Beispiel der Herstellung ei- 
ner Leiterplatte folgende Verf abrensschritte auf: 
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Boh.ren cier Durchgangsbohrungen fur die Durclikontaktierun- 
gen; 

Herstellen der Durciikontaktierungen; 

Fullen der Bohrungen der Durchkontaktierungen mit einer 
atzbestandigen Plugging-Paste (= ein Spezialmittel ) ; 
Biirsten der Oberf laclien^ damit es moglich wird, nachfoX- 
gend auf planen und sauberen Flaclien das Atzbild (Xieiter- 
balinenbild) zu erzeugen; 

Atzen der Leiterplatte, worunter alle MaI5nahmen zu ver- 
stehen sind, die notwendig sind, dass ein fertiges Lei- 
terbahnenbild erzeugt ist; 

Lackieren der OberflMchen mit eineiti Stopplack, so dass 
eine erste Lacks cliicl^t. aufgetoracht ist, die wenigstens 
geringf-ugig die eiektrisch leitenden Flachen und Flacben- 
teile (Xieiterbahnen) bedeckt und auch die Oberflaclien der 
Durchkontaktierungen und waiter die Zwischenrauitie zwi- 
schen den elektrisch leitenden FlSclienteilen wenigstens 
zum Teil verfiillt; 

Aufbringen des eigent lichen Isolierlacks (ISO-Lack), so 
dass insgesamt erstens wieder eine plane OberflSche gege- 
ben ist und zweitens eine sicbere Isolierung in bezug auf 
die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flacben 
und Fiacbenteile besteht, weshalb es dann moglich ist, 
dass auf diesen Oberflachen weitere elektrisch leitende 
Flachen ^ und Flachenteiie vorsehbar sind mit Ausnahme o- 
berhalb der Durchkontaktierungen, weil dort letztlich 
durch das Fehlen einer Verfiillung der Durchkontaktierun- 
gen doch keine plane Oberflache entsteht. Hier lauft je- 
desmal der Lack zumindest etwas in die Durchkontaktierung 
hinein; 

Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flachen und 
Flachenteilen (zum Beispiel Karbon-Leiterbahnen (1)), wo- 
bei aus Grunden der Vermeidung von Kurzschliissen insbe- 
sondere an den Randkanten (2) der Durchgangsbohrungen der 
Durchkontaktierungen, an denen sich nur eine besonders 
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diinne Isolierung ansblldet, e±n relativ grofier Abstand 

eingelialten wlrci; 

9, Prtifen d.er Lelterplatte^ und. 

10. vereinzeln der Leiterplatte durch Herausfrasen der iei— 

5 terplatte aus elnem Verbund von Lelt.erplatt.en, in dem ei— 

ne Xjeiterplatte aus Griinden der Wirtschaf tlidikeit ±n der 
Kegel hergestellt wird. 

DemgegenulDer weist. das erf indungsgemaJie Verfalnren am Beispiel 
10 der Herstellung e±ner Leiterplatte folgende Verf alirenssdnrit- 
te auf : 

1 . Bolaren der Durchgangsbohrungen fur die Durclnkontaktierun— 
gen; 

15 2. Herstellen der Durclikontaktierungen; 

3. Atzen der Leiterplatte, worunter alle MaJBnalunen zu ver— 
stelien sind, die notwendig sind, dass ein fertiges Lei— 
terbahnenbild erzeugt ist; 

4. Fiillen der Bohrungen der Durclnkont aktierungen mit einer 
20 Standard— Plugging-Paste (= Standardmittel in Form einer 

einen Einsparef f ekt erzielenden und den Verf ahrensablauf 
vereinf achenden kostengunstigen Lackvariante) , wobei an 
dieser Stelle auf ein aufwendiges und teures Bursten der 
Oberf lachien verzichtet werden kann (dies ergibt zusammen 

25 mit dem Weglassen des aufwendigen und teuren Biarstens der 

OJoerf laclaen vor dem iitzen, wie das foeim vormaligen Ver— 
f ahrensablauf ansonsten notwendig war, einen weiteren we- 
sentlichen Einsparungsef f ekt und eine weitere Vereinfa- 
cliung des Verf ahrensablauf s ) ; 

30 5. Lackieren der Oberflachen mit einem Stopplack, so dass 
eine erste Lackscliiclit aufgetoraclit ist, die wenigstens 
geringfiigig die elektrisch leitenden Flachen und FlSchen- 
teile (Leiterbahnen) bedeckt und auch die Zwisclienraume 
zwischen den elektrisch leitenden Flachenteilen wenigs— 

35 tens zixm Teil verfiillt; 

6. Aufbringen des eigentliclien Isolierlacks (ISO-Lack), so 

dass insgesamt erstens wieder eine plane Oberflache gege- 
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ben ist und zweitens e±ne sichere Isolierung in bezug auf 
die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flachen 
■and Flachenteile besteht, weshalb es dann moglich ist^ 
dass auf diesen Oberflachen weitere elektrisch leitende 
5 Flachen und Flacbenteile vorsebbar sind, und zwar auch 

direkt oberhalb der Durchkontaktierungen; 

7. Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flaclien und 
Flachenteilen (zuiti Beispiel Karbon-Leiterbabnen (3)), wo- 
bei diese elektriscb leitenden Flacben und Flachenteile 

10 jetzt auch mindestens bis zu den Durchkontaktierungen und 

sogar direkt daruber binweg gefubrt sein konnen; 

8 . Prxif en der Leiterplatte, und 

9. Vereinzeln der Leiterplatte durch. Herausf rasen der Lei— 
terplatte aus einem Verfound von Leiterplatten, in dem ei— 

15 ne Leiterplatte aus Grunden der wirtscbaf tlicbkeit in der 

Regel bergestellt wird. 



Die Standard-Plugging-Paste, der Stopplack und der Isolier— 
lack kQnnen jeweils identiscii sein, das ]aei£>t aus eben einer 
2 0 einzigen kostengiinstigen Lackvariante besteben. 



Das Aufbringen der Lacks cbicbt en kann mittels des an sicb be- 
kannten und einfacb zu realisierenden Siebdruckverf abrens be- 
werkstelligt werden. 
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Patentanspriiche 

1- Verfaliren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder ent- 
sprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktie- 
5 riangen im Groiienbexeich von 20iain realislert sind, ziimindest 
in deren Nahe weiter Leiterbalinen oder eine elektrisch lei— 
tende Schicht vorgeselien sind, gekennzeichnet durch 
folgende wesentlictien Verf ahrensschritte : 

- Bohren von im GrdiienlDerexcli von 20 pm liegenden Durchgangs- 
10 loohrungen fur die nachf olgende Herstellung der Durchkontak- 

tierungen; 

- Durchkontaktieren, indem eine elektrisch leitende Gesamt— 
schiclit aufgebaut wird; 

~ Atzen des LeiterbabnenbUdes in die elektriscb leitende Ge— 
15 samtscliicbt ; 

- Bobrungen der Durcbgange full en mit einem Standardmittel; 

- Lackieren der Oberfiacben, auf denen Durcbkontaktierungen 
vorhanden sind, zumindest in deren Nabe spater Leiterbabnen 
vorgeseben sind; 

20 - isolierlack (ISO-Lack) , welcber ein Standardmittel ist, 
aufbringen auf die Oberflachen der Leiterplatte und/oder 
des entsprecbenden Konstrukts; 

- Herstellen von oberbalb der Durcbkontaktierungen angeordne- 
ten Leiterbabnen; 

25 — Prufen der Leiterplatte bzw. des entsprecbenden Konstrukts; 

- Vereinzeln der Leiterplatte bzw. des entsprecbenden Kon- 
strukts . 

2. Verfahren nacb Ansprucb 1^ dadurcb gekennzeich- 
30 net, dass die Standardmittel in den verscbiedenen Verfah- 

rensscbritten jeweils identiscb sind; 

3. Verfabren nacb Ansprucb 1 oder 2, dadurcb gekenn- 
zeichnet, dass die Standardmittel in den verscbiedenen 

35 Verf abrensscbritten jeweils kostengunstige Lackvarianten 
sind- 
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4- Verfahren nacln einem der vorherlgen Anspriiche, d a d u r c h 
gekennzeiclanet, dass zumindest die oberhalb der Durch- 
kontaktierungen angeordneten Leiterbahnen mit Kartoon (3) rea- 
lislert sind. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, d a d u r c li 
gekennzeichnet, dass das Vereinzeln der Leiterplatten 
bzw- der entspreclienden Konstrukte durcli einen FrSsvorgang 
bewerkstelligt ist. 
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